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PROCEDEU Sl SOLUTIE PENTRU DIZOLVAREA

CHIMICA A ALIAJULUI SN-PB

(s7) Rezumat: Inventia se referd la un
procedeu si la o solutie pentru dizolvarea
chimica a aliajului Sn-Pb, depus electrochimic,
in domeniul fabricatiei circuitelor imprimate,
dubla faté si multistrat. Intr-o prima faza, este
dizolvat stratul grosier de SnPb, prin
introducerea circuitului intr-o solutie A unde
stationeaza 1+3 min, iar intr-0 a doua faza,
este dizolvat stratul atomic intermetalic de
Sn-Pb, prin introducerea circuitului intr-o
solutie B, pe baza de FeCl; sau in alta solutie

C. pe bazd de HNO; unde circuitul poate
stationa pana la 45 s. Solutia A este formata
din apa si acid azotic, in proportie de 3:1 si
clorhidrat de hidroxilamina intre 5 si 10 g/I.
Solutia B este formata din 95 1 H,0. FeCl; in
concentratie 50...100 g/I, HCl 1%, lauril
sulfat de sodiu intre 20 si 40 ml/l si
benzotiazol intre 20 si 40 mi/l. Solutia C este
formata din apa si acid azotic in proportie de
4: 1. lauril sulfat de sodiu in proportie de 20
+ 40 ml/! si benzotiazol in proportie de 20 +
40 mi/1.
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Inventia se referd la un procedeu si la o solutie pentru dizolvarea chimica, a aliajului
Sn - Pb depus electrochimic, in domeniul fabricatiei circuitelor imprimate, dubla fat si
multistrat.

Sunt cunoscute un procedeu si o solutie pentru indepértarea stratului de aliaj Sn -
Pb, la care circuitul este introdus, de mai multe ori, intr-o solutie de stripare, pe baza de
apa oxigenata, amestecuri de acizi, s&ruri anorganice (acid sulfuric, acid azotic, fluorboric
etc.). Acest procedeu prezintad dezavantajele:

- timp indelungat de stationare a circuitului in solutie;

- dizolvarea incompletd, a stratului de Sn - Pb, ramanand reziduuri in gauri;

- uzura rapida a solutiilor de stripare, care se reflecta in calitatea proastd a
suprafetei de cupru (pitting, pori etc.);

- formarea unui precipitat abundent, care necesit3 operatii suplimentare de filtrare
sl curdtare si, in consecinta, diminuarea capacitatii de dizolvare:

- dupa spalarea finala, apar pete pe suprafata metalului de baza, care reclami alte
operatii de curdtare.

Problema tehnica, pe care o rezolva inventia, consta in aceea ca dizolvarea se
realizeaza controlat, prin alegerea unor compozitii si concentratii optime de substante cu
rol oxidant si, ceea ce este important, adaugarea, in fiecare solutie, de stabilizatori cu
functii multiple.

Procedeul de dizolvare, conform inventiei, inlaturs dezavantajele solutiei tehnice
cunoscute, prin aceea cd, intr-o prima faza, este dizolvat stratul grosier de Sn - Pb, prin
introducerea circuitului intr-o solutie A, unde stationeaza 1 + 3 min, iar intr-o a doua faza,
este dizolvat stratul atomic intermetalic de Sn - Pb, prin introducerea circuitului intr-o
solutie B, pe baza de FeCl, sau in alta solutie C, pe baza de HNQ,, unde circuitul poate
stationa pana la 45 s.

Solutia de dizolvare A, conform inventiei, este formata din apa si acid azatic, in
proportie de 3:1 si clorhidrat de hidroxilaming, intre 5 si 10 g/l. Solutia B este formata
din 85 | H,0, FeCl, in proportie de 50-100 g/I, HCl 1%, lauril sulfat de sodiu intre 20 Si
40 ml/1 si benzotiazol intre 20 si 40 ml/|. Solutia € este formata din apa si acid azotic,
in proportie de 4:1, lauril sulfat de sodiu in proportie de 20 + 40 ml/I si benzotiazol, n
proportie de 20 + 40 ml/!I. *

Inventia prezintd urmatoarele avantaje:

- dizolvarea este completd, iar solutia nu precipitd in perioada de neutilizare:

- dizolvarea este rapida si asigurd indepartarea totald a aliajului din gaurile mici
(péna la 0,2 mm);

- se eliming, in totalitate, stratul intermetalic, iar suprafata de cupru ramane
curatd, fara urme de aliaj sau de acizi, produsele finale avand o mare rezistenta la atacul
mediului.

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei.

Procedeul conform inventiei consta in introducerea succesiva a placutei circuitului
integrat, in niste solutii. Intr-o prima faza, este dizolvat stratul grosier de Sn - Pb. Datorita
inhibitorului organic, introdus in prima solutie A, circuitul poate stationa in aceastd
solutie pana la 24 h, pana la dizolvarea complets a aliajului Sn-Pb, f&rs ca stratul de Cu
sa fie atacat. Pentru un timp de 1 + 3 min de mentinere a circuitului in solutia A, se
dizolva stratul de Sn - Pb pana la stratul intermetalic. Intr-o a doua fazs, circuitul este
introdus intr-o solutie B, pe baza de FeCl, sau in alt4 solutie €, pe bazi de HNG,, avand
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compozitii si concentratii diferite. n aceasta faza, este dizolvat stratul atomic intermetalic
de Sn - Pb, circuitul putand stationa maximum 7 min, pentru ca altfel, este atacat si
stratul de Cu. Tn realitate, s-a observat ca circuitul poate fi scos dupa aproximativ 45 s,
obtinandu-se o suprafata de Cu, conform cu normele internationale de control.

Solutia A conform inventiei este preparata din 75 1 H,0, 25 I HNO; si 1000 g
clorhidrat de hidroxilamina, care se omogenizeaza prin amestecare.

Solutia B este formata din 8 kg FeCl;, 95 I H,0, 1 I HCI, 2 | lauril sulfat de sodiu
si 2 | benzotiazol, care se omogenizeaza prin amestecare intr-0 cuva.

Solutia € este formata din 80 | apa, 20 | HNQO,, 2,5 | lauril sulfat de sodiu si 2,5
| benzotiazol, care se omogenizeaza.

Revendicari

1. Procedeu pentru dizolvarea chimica a aliajului SnPb, de pe circuitele integrate,
caracterizat prin aceea ca, intr-o prima faza, este dizolvat stratul grosier de Sn - Pb,
prin introducerea circuitului intr-o solutie A unde stationeaza 1 + 3 min, iar intr-0 a doua
faza, este dizolvat stratul atomic intermetalic de Sn - Pb, prin introducerea circuitului intr-
o solutie B, pe baza de FeCl, sau in alté solutie G, pe baza de HNO,, unde circuitul poate
stationa pana la 45 s.

2. Solutie pentru dizolvarea grosiera a stratului de Sn - Pb, utilizatd pentru
aplicarea procedeului conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este formata
din apa si acid azotic, in proportie de 3:1 si clorhidrat de hidroxilaming, intre 5 si 10 g/!l.

3. Solutie pentru dizolvarea stratului atomic intermetalic de Sn - Pb, utilizata
pentru aplicarea procedeului conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este
formata din 95 | H,0, FeCls, in concentratie 50-100 g/, HCI 1%, lauril sulfat de sodiu
intre 20 si 40 ml/| si benzotiazol intre 20 si 40 ml/.

4. Solutie pentru dizolvarea stratului atomic intermetalic de Sn - Pb, utilizata
pentru aplicarea procedeului conform revendicarii 1, caracterizata prin aceea ca este
format3 din ap& si acid azatic, in proportie de 4:1, lauril sulfat de sodiu, in proportie de
20 + 40 mi/! si benzotiazol in proportie de 20 + 40 mi/!.
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